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概要（Summary ）：

三次元集積デバイスのチップ基板間の接合をバン

プと樹脂の接合を同時に行うハイブリッド接合にす

ることで、プロセス時間の短縮や接合信頼性の向上な

どを目指す。そのために、バンプ作製のための電解め

っきシールド層後のパターンニング製膜について検

討している。

相談の結果、この作製には、リフトオフ・プロセス

を用い、種々の角度で原子が飛来するスパッタ法より

も、発生源が小さい電子ビーム蒸着装置 EBX-6D の方

が適するという結論に至り、これの利用を検討する。

実験（Experimental）：

なし。

結果と考察（Results and Discussion）：

なし。
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